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Abstract: The work is focus on the visual comparison of solder joint from different material com-
binations (PCB, ceramic, lead-free solder) with using controlled atmosphere with well-defined
amount of residual oxygen. Solder joint is studied using compared with the standard IPC-A-610
and petting measurements.
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. UVOD

Péjeni je dulezita ¢ast vyrobniho procesu pii produkcei elektroniky. Ma zasadni vliv na jakost a spo-
lehlivost vysledného zafizeni a je tieba vénovat zvySenou pozornost jeho kontrole. Mezi nejrych-
lejsi zptisob kontroly patii vizualni kontrola, kterou se tato prace zabyva. V dusledku schvaleni
normy WEEE Directive 2003/108/EC a RoHS Directive 2002/95/EC, ktera omezuje pouZiti ne-
bezpecnych latek v elektrotechnice, se stala optickd kontrola mnohem dtlezitéjsi. Olovnata pajka
SnesPbsz, kterd nevyhovuje smérnicim, byva vétsSinou nahrazena bezolovnatou pajkou, Které bohu-
zel ptinasi celou fadu problémil a nékterymi vlastnostmi se stale nevyrovnaji pajkdm olovnatym,
které byly provéteny dlouholetou praxi. Pouzitim ochranné atmosféry Ize docilit lepSich vlastnosti
bezolovnatych pajenych spoju, piesto v8ak dochazi k defektim, které je tteba odhalovat jak pii za-
vadéni vyroby, takv jejim prabéhu. K tomu slouzi vizualni metody kontroly.

Samotné pozadavky na vizualni kvalitu spoje jsou uvedeny v norm¢ IPC-A-610, kterou se tato pra-
ce také zabyva[1].

. ZKOUMANI STRUKTURY A SPOLEHLIVOSTI PAJENYCH SPOJU

Konec¢nou kvalitu pajeného spoje urcuje mnoho faktort (vybér zdkladniho materialu, vybér tavidla,
vybér pajeci slitiny, teplotni profil a s nim spojeny typ pece a pouziti ochranné atmosféry).

Optické testovani lze rozdglit na destruktivni a nedestruktivni testovani. Destruktivni testovani se
vyuziva zejména pii optimalizaci vyrobniho procesu k bliz§imu zjiSténi vnitini struktury vysledné-
ho spoje. Naopak nedestruktivni testovani nam slouzi k rychlé a jednoduché kontrole kvality pii sé-
riové vyrob&[2].

2.1. POZADAVKYNAPAJENY SPOJDLE IPC-A-610

Pozadavky na vizualni kvalitu pajeného spoje definuje mezinarodni norma IPC-A-610. Tato norma
urcuje presné do jaké miry je mozné poskozeny spoj pouzit a co je uz charakterizovano jako defekt.
Prikladdefektu vznikly pfi pajeni testovacich desek je znazornén na Obrazek la). Jedna se o tom-
bstoning (ndhrobni kdmen), vadu, kdy se SMD soucéstka na jedné stran¢ zvedne. Tento jev je za-
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Obrazek 1: Ptiklad defektt dle normy IPC-A-610a) Tombstoning b) Kuli¢ky pajky c) posunutisouééstky.

2.2. ZKOUMANI SMACENI PAJKY

Nedestruktivni metoda, jejiz princip spo¢iva v naneseni pfesné stanoveného objemu pajeci pasty na
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Obrazek 2: Smoceni riznych druhtipajek pfi rozdilné koncentraci zbytkového O,
Pouzité pajeci pasty:
SAC305 - Almit LFM- 4 8W TM-HP (L)
SN100C — Cobar SN100C-XF3

SnPbAg — Kester R256 - Sng,PbssAggs

2.3. NAVRH TESTOVACI DESKY

K vytvofeni navrhu testovaci desky byl pouzit navrhovy program Eagle. Deska je navrze-
nas ohledem na metody testovani. VSechny pouZité rozméry jsou dany knihovnou rlc.lib a spliiuji
pozadavky IPC-A-610. Deska je osazena SMD souc¢astkami v provedeni pouzder 1206, 0402, 0603
a obsahuje deset plosek pro méfeni rozteceni pajky.

2.4. MERICI APARATURA

Jedna se o upraveny exsikator podobny vsazkovépietavovaci pecis ochrannou atmosférou. Jadrem
zatizeni je vyhfevna desticka s topnym télesem o vykonu 1000W s napajenim 230V. Ze spodu me-
fici aparatury je otvor pro piivod ochranné atmosféry, boéniventil slouzi k analyze/méfeni zbytko-
vého O, av horni ¢asti méfici aparatury je vyvéva slouzici k odvodu piebytkuatmosféry. Chlazeni
desticky je realizovano pomoci vodniho chlazeni v kombinaci s ventilatory, tak aby byl dosazen
teplotni profil stanoveny vyrobcem.

3. ZAVER
V praci se zamé&fuji na vizualni zkoumani kvality plo§ného spoje pro riizné materialové kombinace.
Jakozakladni material je pouzit FR-4 s povrchovou upravou ENIG. Pouzité pajeci slitiny jsou
SAC305, SN100C a SnPbAg. Tyto materialové kombinace jsou pajeny v dusikové ochranné atmo-
sféte s presn¢ danou koncentraci kysliku 1000ppm, 5000ppm a 100ppm. Rozdil mezi koncentraci
1000ppm a 100ppm je minimalni az zanedbatelny. Naopak pii zbytkové koncentraci O, 5000ppm
je roztékavost o polovinu horsi jak pti 1000ppm.

PODEKOVANI

Tento piispévek vznikl za podpory grantu FEKT-S-11-5 Vyzkum excelentnich technologii pro 3D
pouzdfeni a propojovani.

REFERENCE
[1] HILL, M. IPC-A-610, Reviion D. Northbrook, llinois, 2000. 420s. ISBN 1-580982-32-8

[2] Stary, J. Bezolovnaté pajeni — materidlova a procesni kompatibilita v inertni a inert-
né/redukéni atmosféie. Disertacni prace, Brno:Vysoké ueni technické v Brng, Fakulta elek-
trotechniky a komunikaénich technologii, 2005.103s.



